Solution for researching

Prensa Térmica A Vacuo Automatica De Bancada Para

Processamento De Materiais Avancados

Numero do item: XP28

introducao

Prensa térmica a vacuo automatica de bancada

Aplicacao

Prensagem de Eletrélito
para Baterias de Estado
Sélido

Laminagao de Filmes Finos
Poliméricos

Preparagao de Pastilhas
para XRF / FTIR

Cura de Compésitos de
Matriz Cerdmica (CMC)

Laminag&o e Selagem de
Células do Tipo Pouch

Prensagem de Painéis
Compdsitos para
Aeroespacial

Prensagem a Quente de
Conjuntos de Eletrodo-
Membrana (MEA)

Saiba mais

Processamento de eletrdlitos sélidos de sulfeto ou éxido sob vacuo e calor controlado para uni-
los com materiais de eletrodo, formando interfaces densas e condutoras de fons. Isso elimina
vazios que causam impedancia, melhorando o desempenho geral da célula.

Prensagem a quente de filmes poliméricos multicamadas sob vacuo para encapsular
eletronicos flexiveis ou criar substratos FPC. O ambiente de vacuo garante que ndo haja bolhas
de ar presas, enquanto calor e pressdo uniformes aumentam a resisténcia da ligagéo.

Compactacao de amostras analiticas em pé em pastilhas sob vacuo para evitar adsorcao de
umidade e oxidagdo. Ideal para preparar amostras estaveis para analise espectroscdpica onde
suavidade e consisténcia da superficie séo criticas.

Prensagem a quente assistida a vacuo de tecidos ou pré-impregnados infiltrados com polimero
pré-ceramico para consolidar camadas e remover volateis antes da pirélise em alta
temperatura. Esta etapa é crucial para alcancar alta densidade nos componentes finais.

Montagem de pilhas de eletrodo-separador e selagem de filmes de laminagéo de aluminio do
tipo pouch sob calor e vacuo para prototipagem de baterias de ion-litio. O ambiente controlado
garante selagem robusta e compressao uniforme do eletrodo.

Prensagem de pré-impregnados de fibra de carbono ou vidro sob véacuo para alcangar baixo
teor de vazios e alta fragdo volumétrica de fibra para componentes estruturais de aeronaves. O
vacuo sem odleo evita contaminagéo que poderia comprometer as propriedades mecanicas.

Unido de membranas revestidas com catalisador a camadas de difuséo de gas sob calor e
pressao precisamente controlados em vacuo, critico para o desempenho de células a
combustivel e eletrolisadores.

de alta precisao que fornece 25 toneladas de
forca, placas aquecedoras duplas de grande
area até 300°C, vacuo limpo sem éleo,
prensagem programavel multiestdgio para
resultados repetiveis. Perfeita para fabricacdo
de baterias de estado sdlido, laminacao de
filmes poliméricos e desenvolvimento de
materiais avancados.

Beneficlo Principal

Alta condutividade i6nica e coesdo mecanica
sem contaminagao.

Produz laminados opticamente claros e
uniformes com excelente resisténcia ao
descascamento e confiabilidade.

Fornece pastilhas reproduziveis e livres de
contaminag&o para analise elementar ou
estrutural precisa.

Reduz a porosidade e aumenta a densificagdo,
levando a propriedades mecanicas e térmicas
superiores.

Cria células hermeticamente seladas com
contato otimizado do eletrodo, estendendo a
vida util do ciclo.

Atende aos rigorosos padrdes aeroespaciais de
resisténcia, leveza e liberagao de gases.

Maximiza a area superficial eletroquimicamente
ativa e reduz a resisténcia interfacial.

Modelo
Carga Maxima de Projeto
Faixa de Controle de Forga

Resolugdo de Forga

Programa de Prensagem

XP28

25 Toneladas (250 kN)
0,3T - 25T

+0,01T

Auto-pressurizagao, pressurizagdo por etapas, auto-manutencao, compensagao de pressao,
descompressdo cronometrada

Prensa térmica a vacuo automatica
Controle servo-hidraulico automatico
Pressdo ajustavel minima é 0,3T
Controle por passos de alta resolugdo

Tempos de estagio sao ilimitados e
configuraveis
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Especificacao _

Célculo de Tensdo em Tempo
Real

Nivel de Vacuo

Configuracéo da Bomba de
Vécuo

Faixa de Temperatura de
Aquecimento

Controle de Temperatura
Tamanho da Placa (Cada)
Folga entre Placas (Daylight)
Método de Resfriamento

Fonte de Alimentagao

Recursos de Seguranga

Certificagdo

Conversao automatica para MPa

-0,1 MPa

Bomba de vacuo seca elétrica resistente a produtos quimicos

Temperatura Ambiente (TA) a =300 °C

Aquecimento multiestdgio programével e manutencao
180 mm x 180 mm

= 60 mm

Resfriamento natural

AC monofésico 220V + 16%, 50Hz

Liberagéo automatica por sobrepressao + parada de emergéncia + alerta visual de alta
temperatura

Certificado CE

NI NTENK

Solution for researching

Insira o didmetro da matriz/molde via tela
sensivel ao toque

Presséo manométrica relativa

Incluséo padréo (sem 6leo)

Passos de 0,1 °C

Tempos de manutengdo por estéagio ilimitados
Placas aquecedoras duplas

Projetado para moldes planos, filmes e chapas
Resfriador por ar forgado ou agua opcional
Conforme padrdes de HK e internacionais

Alerta de alta temperatura aciona acima de 50
&
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